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芯海科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                   编号：2026-003
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研         □分析师会议
□媒体采访             □业绩说明会
□新闻发布会           □路演活动
□现场参观             □电话会议

	参加单位名称
	中泰证券、景顺长城基金、信达澳亚基金、东方阿尔法基金、长信基金、善思投资、红土创新基金、长城基金、国泰海通资管、创金合信基金、大家资产、望正资产、旦恩资本

	日期/时间
	2026年7月1日

	地点
	会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事、副总经理：万巍
董事会秘书：张娟苓

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、当前AI算力需求爆发，端侧AI正在成为重要增长点。公司的EC芯片、PD芯片及模拟信号链等产品，在端侧AI的布局如何？
公司回答：公司围绕“感知、计算、控制、电源、连接”的全信号链能力，已构建起完整的端侧AI芯片矩阵。
在AI PC领域，公司以EC芯片为核心，已形成覆盖PD快充、USB HUB、BMS、eSIO和edge BMC的完整计算外围芯片生态。作为中国大陆唯一通过英特尔和AMD双认证的EC供应商，公司的EC芯片在AI PC时代已从“后勤管家”升级为“底层入口”，承担着算力分配、功耗调度、热管理和本地安全等关键角色。PD芯片则为AI PC提供高效、灵活的快充与供电管理。此外，针对边缘计算场景，公司的edge BMC芯片已实现量产销售，具备轻量级带外管理、远程监控与故障诊断等核心能力。在模拟信号链方面，公司的高精度ADC等产品是端侧AI实现精准感知的核心基座，BMS为端侧AI的稳定运行提供底层能源管理保障。
二、计算机生态中，请问EC为什么重要？
公司回答：EC（Embedded Controller，嵌入式控制器）是笔记本电脑主板上的一颗专用芯片，被称为笔记本电脑的“第二大脑”。传统上，EC芯片主要负责以下功能：
1. 开关机与时序管理：当按下Power键那一刻起，EC按照精确的时间顺序控制CPU多达十余路电源的先后上电——每个间隔必须精确到毫秒级；
2. 充放电管理：监控电池电量和充电状态，决定什么时候充电、什么时候放电；
3. 键鼠管理：键盘行列扫描和触摸板信号处理；
4. 热管理：根据温度传感器反馈动态调节风扇转速，并限制CPU功耗以防过热；
5. 功耗管理：控制CPU的电压和频率，保证性能和散热之间的平衡；
6. 安全管理：包括安全启动、防止EC固件被篡改等功能。
EC功能重要到什么程度？坏一颗EC，轻则键盘失灵、屏幕亮度无法调节，重则整台笔记本变成“砖头”无法开机。
三、公司的EC芯片除AI PC市场外，是否可以拓展至其他智慧终端等应用场景？
公司回答：EC芯片具备较强的通用性，可拓展至多个相关场景：首先是人形机器人、工业机器人等领域，机器人架构大量移植PC架构，外部接口、传感器的控制需要更多EC或IO控制芯片，适配性较强；其次是车路云协同相关的边缘服务器场景，路侧部署的边缘服务器采用PC架构，需要BMC芯片承担区域管理、通讯协同、车路交互等功能，未来市场增量空间较大。
四、公司的PC相关芯片除国产替代身份外，在技术指标、集成化等方面的差异化竞争力及核心竞争力是什么？
公司回答：性能参数方面，功耗、安全、软件生态、ADC精度、主频均处于行业领先水平。例如，传统EC主频通常为9.6兆，公司产品为百兆主频，除基础功能外可承担管理中枢作用，还具备AI相关能力；公司是全球首个联合联想发布基于Zephyr操作系统EC的厂商；公司推行IPD集成产品开发体系，保障产品高成熟度，是半导体行业为数不多横跨消费、工业、汽车三大领域的企业，产品已通过消费级、工业级、车规级相关品牌客户的认证。
五、AI PC作为家庭大脑，芯海在智能家居跨品牌互联和无线通信方面有何布局？
公司回答：芯海是鸿蒙生态的核心芯片供应商之一，深度参与鸿蒙的底层连接和感知方案。我们的 Wi-Fi/BLE 组合芯片、星闪芯片已经进入多个智能家居品牌。AI PC统一控制不同品牌设备，需要一个多协议兼容的网关或软件栈，芯海可以提供底层无线通信芯片和鸿蒙适配方案。此外，各类传感器（温湿度、光强、人体存在）的信号调理芯片也是公司传统优势，将直接受益于传感器需求爆发。
六、2026年至今，晶圆代工、封测等环节都在涨价。公司是否已有向下游客户传导涨价的策略或计划？
[bookmark: _GoBack]公司回答：公司已于今年3月2日出具第一轮涨价函。全球上游核心原材料及关键金属价格大幅上涨，导致晶圆、封装等环节成本持续攀升，在保障产品质量和稳定供应的前提下，合理地向产业链下游传导部分成本压力，以维持公司健康的盈利水平和持续的研发投入能力。后续公司也会综合考量市场需求、原材料成本周期、在手订单与库存等因素，通过产能合作等举措降本增效，同时结合市场动态制定并调整价格策略，精准响应下游客户需求，依据制度规定的情况进行价格管理。
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